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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），

具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为晶晨半导体(上海)股份有限公司（以下简称

“公司”）自有资金。
● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来合适时机用于实施员工持股计划或股权激励，若公

司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股
份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

● 回购股份价格：不超过人民币121.58元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30
个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致

行动人、回购股份提议人，在未来3个月、未来6个月及回购期间暂无明确减持公司股份的计划，如后
续有相关减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：
1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实

施的风险
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次

回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观

情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无
法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险

4、公司本次回购股份拟全部用于实施员工持股或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的
期限内将已回购股份用于上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调
整回购相应条款的风险

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序
（一）2025年1月27日，公司董事长暨实际控制人向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容

为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人
民币普通股（A 股）股票。详细内容请见公司于2025年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)上披露的《关于公司董事长暨实际控制人提议公司回购股份的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）2025 年4月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
通过了该项议案。

（三）根据《公司章程》第二十四条及第二十六条相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东
大会审议。

上述回购股份事宜符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规
定。

二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日
回购方案实施期限
方案日期及提议人

预计回购金额
回购资金来源
回购价格上限

回购用途

回购股份方式
回购股份数量

回购股份占总股本比例

2025/4/11
待董事会审议通过后12个月

2025/1/27，由公司董事长暨实控人提议
5,000万元~10,000万元

自有资金
121.58元/股

□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益

集中竞价交易方式
41.13万股~82.25万股（依照回购价格上限测算）

0.10%~0.20%
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，同时促进公司

稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，根据相关法律法规，公
司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将全部用于员工持股或股权激励
计划，并在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实
施结果暨股份变动公告后 3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注
销。

（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹

划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该

日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止

本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提

前届满。
3、公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间

的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。
2、回购股份数量：按照本次回购金额下限人民币 5,000万元，回购价格上限 121.58元/股进行测

算，回购数量约为41.13万股，回购股份比例约占本回购方案公告时点公司总股本的0.10%；按照本次
回购金额上限人民币 10,000万元，回购价格上限 121.58元/股进行测算，回购数量约为 82.25万股，回
购股份比例约占本回购方案公告时点公司总股本的0.20%。

具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购用途

用于员工持股计划或股
权激励

拟回购资金总额（万
元）

5,000-10,000

拟 回 购 数 量（万
股）

41.13-82.25

占公司总股本的比例
（%）

0.10-0.20
回购实施期限

自公司董事会审议通过回
购方案之日起12个月内

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币121.58元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前

30个交易日公司股票交易均价150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩

股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应
调整。

（七）回购股份的资金来源
回购资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别

有限售条件流通股份
无限售条件流通股份

股份总数

本次回购前

股份数量
（股）

0
419,935,640
419,935,640

比例（%）

0.00
100.00
100.00

回购后
（按回购下限计算）

股份数量（股）

411,252
419,524,388
419,935,640

比例（%）

0.10
99.90
100.00

回购后
（按回购上限计算）

股份数量
（股）
822,503

419,113,137
419,935,640

比例（%）

0.20
99.80
100.00

按照本次回购金额下限人民币 5,000万元（含）和上限人民币 10,000万元（含），回购价格上限
121.58元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公
司股权结构的变动情况如下：

注：上表本次回购前股份数为截至2025年3月31日数据；以上测算数据仅供参考，具体回购股份
数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市
地位等可能产生的影响的分析

截至2024年12月31日（经审计），公司总资产73.66亿元，归属于上市公司股东的净资产63.94亿
元，流动资产 58.32亿元，按照本次回购资金上限 10,000万元测算，分别占上述财务数据的 1.36%、
1.56%、1.71%，本次股份回购方案对公司日常经营影响较小。截至2024年12月31日，公司资产负债
率为12.75%，本次回购股份资金来源于公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。

本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市公司的条
件，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人在董事会做出回购
股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操
纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

公司控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited在董事会做出回购股份决议前 6个月内，通过询价转
让减持 16,330,657股，占公司当时总股本的 3.90%，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编
号：2025-006）。

公司董事暨董事会秘书余莉女士在董事会做出回购股份决议前6个月内，通过公司第二类限制
性股票归属登记，取得 3,300股公司股份，占公司总股本的 0.001%，具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果
暨股份上市的公告》（公告编号：2025-007）。

公司财务负责人高静薇女士在董事会做出回购股份决议前6个月内，通过公司第二类限制性股
票归属登记，取得 7,500股公司股份，占公司总股本的 0.002%，具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股
份上市的公告》（公告编号：2025-007）及《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次第三个
归属期及2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次和第二批次第三个归属期归属结果暨
股份上市的公告》（公告编号：2025-015）。

除上述情况外，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人在董事会做出
回购股份决议前6个月内不存在其他买卖本公司股份的行为；不存在单独或者与他人联合进行内幕
交易及操纵市场行为；与本次回购方案不存在利益冲突。

本次回购股份的回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内，在该等待期限
内，公司2021年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划及2023年第二期限制性股票激励
计划将进入归属期，作为激励对象的公司部分董事、高级管理人员存在本次回购期间归属第二类限制
性股票的可能，具体归属时间及数量以实际归属安排为准。

除上述情况外，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人在回购期间暂
无明确增减持股份的计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件的要求及时
履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人、持股5%以上
的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人、持股5%以上的股东问询
未来3个月、未来6个月减持计划，具体回复如下：

公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人回复：“本人在未来3
个月、未来6个月暂无明确的减持计划，如后续有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件
的要求及时履行信息披露义务。”

公司控股股东回复：“我司所持公司股份在未来3个月、未来6个月暂无明确的减持计划，如后续
有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。”

（十二）提议人提议回购的相关情况
2025年1月27日，公司董事长暨实际控制人向公司董事会提议回购股份。基于对公司未来持续

发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，同时促进公司稳定健康发展，有效地将
股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，根据相关法律法规，公司董事长暨实际控制人
提议公司以集中竞价交易方式回购部分股份，在未来合适时机用于实施员工持股计划或股权激励。
提议人承诺将依据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的规定，积极推动公司尽快推进回购股份
事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟用于实施公司员工持股计划或股权激励，公司将按照相关法律法规的规定进

行股份转让。回购的股份若未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，未使用的已回
购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定

程序，充分保障债权人的合法权益。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体

办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等；
3、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及

调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各
项事宜；

4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理
《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必
要的文件、合同、协议等；

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公
司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事
项进行相应调整；

7、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必
须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购预案的不确定性风险
1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实

施的风险
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次

回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观

情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无
法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险

4、公司本次回购股份拟全部用于实施员工持股或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的
期限内将已回购股份用于上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调
整回购相应条款的风险

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会

2025年4月11日

公司代码：688099 公司简称：晶晨股份

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2024年年度报告摘要

第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报

告第三节“管理层讨论与分析”。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整

性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
考虑到公司目前处于快速成长期，为了持续提升公司竞争力，确保长期竞争优势，提升公司及股

东的长期价值，公司需要持续保持高强度的研发投入。同时，为了巩固并提升公司国内国际的市场占
有率，公司需要进一步开拓新客户、新区域，拓展新的应用场景。为此，公司需要大额的投入以开发先
进技术和产品以及开拓市场等，在此过程中需要大量资金支持。经董事会审慎研究，公司2024年度
不进行利润分配，不以资本公积转增股本。未来公司将继续努力做好业务经营，进一步推动盈利水平
的提升。2025年，公司将积极推进股份回购的相关事宜。

公司2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会
议审议通过，本次分配预案还须经股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1 公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况

股票种类

A股

股票上市交易所及板
块

上海证券交易所科创
板

股票简称

晶晨股份

股票代码

688099
变更前股票简称

不适用

1.2 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3 联系人和联系方式

姓名

联系地址

电话
传真

电子信箱

董事会秘书
余莉

上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商
务绿洲E5

021-38165066
021-50275100
IR@Amlogic.com

证券事务代表
刘天顗

上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾
康桥商务绿洲E5
021-38165066
021-50275100
IR@Amlogic.com

2、报告期公司主要业务简介
2.1 主要业务、主要产品或服务情况
1、公司主要业务
公司是全球布局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商，主营业务为系统级SoC芯片及周边芯

片的研发、设计与销售，目前主要产品有多媒体智能终端SoC芯片、无线连接芯片、汽车电子芯片等，
为众多消费类电子领域提供SoC主控芯片和系统级解决方案。公司产品已广泛应用于家庭、汽车、办
公、教育、体育健身、工业、商业、农业、娱乐、仓储等领域。公司拥有丰富的SoC全流程设计经验，致力
于超高清多媒体编解码和显示处理、内容安全保护、系统 IP等核心软硬件技术开发，整合业界领先的
CPU/GPU技术和先进制程工艺，实现成本、性能和功耗优化，提供基于多种开放平台的完整系统解决
方案，帮助全球运营商、OEM、ODM等客户快速部署市场。

公司业务已覆盖中国大陆、香港、北美、欧洲、拉丁美洲、亚太、非洲等全球主要经济区域，依托长
期技术沉淀、持续对新技术、新应用领域的研究开发，以及全球布局的区位优势和市场资源，公司在全
球范围内积累了稳定优质的客户群。

2、公司主要产品及服务情况
公司SoC芯片已广泛应用于家庭、汽车、办公、教育、体育健身、工业、商业、农业、娱乐、仓储等领

域。应用场景包括但不限于智能机顶盒、智能电视、智能汽车、智能投影仪、智能音箱、条形音箱、智能
会议系统、智慧商显、AR终端、智能门铃、智能影像、学习机、跑步机、动感单车、健身镜、带屏冰箱、智
慧农机、刷脸支付、广告机、边缘计算终端分析盒、K歌点播机、直播机、闺蜜机、游戏机、智能灯具、控
制面板、智能门禁与考勤等。

公司SoC芯片集成了中央处理器、图形处理器、神经网络处理器、视频编解码器、音频解码器、显
示控制器、内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块，用以完成运算、影像及视觉处理、音视
频编解码等功能，是智能终端设备的“大脑”，具有性能高、体积小、功耗低、发热小、兼容性强等特点，
在视频编解码及视觉处理等方面实现多格式兼容，高集成度。

此外，公司还致力于无线连接芯片的研究开发。经过多年的持续系统研发，自研 IP迭代打磨产
品，完成了基带、射频、协议栈等一系列研发工作。（1）公司于2020年推出第一代自主研发的支持高吞
吐视频传输的双频高速数传Wi-Fi 5+BT 5.0单芯片；（2）2023年推出第二代Wi-Fi芯片（Wi-Fi 6 2×
2），并快速商用化；（3）2024 年Wi-Fi 6芯片销量超过150万颗，并且取得运营商市场的突破。

2024年全年，公司W系列产品销量近 1,400 万颗，占公司2024年全年出货量近 10%。W系列产
品自2020年首次上市以来，累计销量超过 3,000 万颗。随着 W 系列产品的快速迭代，产品矩阵进一
步丰富，系列化产品的上市,其销售速度还将进一步提升。此外，公司的 Wi-Fi AP 芯片已顺利完成流
片，将有助于继续扩展W系列产品的应用领域。基于公司SoC主控平台优势，公司无线连接芯片的业
务版图将进一步扩大，包括但不限于与公司主控SoC平台进一步广泛适配并配套销售，以及面向公开
市场，独立销售。这将驱动公司无线连接芯片业务进入新的快速发展通道。

公司芯片产品的具体应用情况如下：
（1）S系列SoC芯片
公司S系列SoC芯片主要有全高清系列芯片、4K超高清系列芯片和8K超高清系列芯片，已广泛

应用于 IPTV机顶盒、OTT机顶盒、混合模式机顶盒及其他智能终端领域，该类芯片主要包括数字信号
的解码、处理、编码、输出等模块，以实现多种多媒体音视频信号在多媒体终端产品上的呈现。产品采
用先进的芯片制程工艺，有效提升了产品性能、降低了功耗，产品性能走在行业前列。

S系列代表性芯片产品类型如下：
面向国内运营商市场的系列产品：该类产品经过多年持续创新和升级换代，产品性能、稳定性优

势明显；
面向海外运营商市场的系列产品：该类产品已获得奈飞、谷歌、亚马逊等多个流媒体系统认证及

多个国际主流的条件接收系统（Condition Access System，简称CAS）认证，支持AV1解码；
面向国内外非运营商客户的系列产品：该类产品类型丰富，根据不同客户、不同市场和不同应用

终端的需求，覆盖高、中、低市场。
公司S系列SoC芯片方案已被中兴通讯、创维、小米、阿里巴巴、Google、Amazon、沃尔玛等众多境

内外知名厂商广泛采用，相关终端产品已广泛应用于中国移动、中国联通、中国电信等国内运营商设
备以及北美、欧洲、拉丁美洲、亚太和非洲等众多海外运营商设备。

报告期内，（1）公司发布了基于新一代 ARM V9架构和自主研发智能端侧能力的6nm商用芯片，
该款6nm 芯片 S905X5，利用智能端侧能力，本地完成同声字幕生成，字幕翻译等功能，提升消费者在
跨语言环境下的用户体验。公司的6nm 系列芯片商用仅半年以来,不仅原有客户导入顺利,并且取得
多个国际 Top 运营商的订单，预计 6nm 芯片有望在 2025 年达成千万颗以上的销量；（2）公司的8K 芯
片 S928X，不仅在国内运营商的所有招标中,均囊括全部份额,并且取得海外 Top 运营商的订单,将实现
百万级以上的规模出货。

（2）T系列SoC芯片
T系列SoC芯片是智能显示终端的核心关键部件，公司T系列芯片已广泛应用于智能电视、智能

投影仪、智慧商显、智能会议系统等领域。多年来，公司围绕全格式音视频解码技术不断突破创新，研
发出一系列高稳定性、低功耗、高集成度、高性价比的T系列SoC芯片。目前主要有全高清系列芯片和
超高清系列芯片，最高支持8K视频解码，具有超高清解码、高动态画面处理、MEMC运动补偿、实时动
态插帧、迭代的画质处理引擎、支持全球数字电视标准、支持AV1解码等技术特点。产品采用先进制
程工艺，有效提升了产品性能、降低了功耗，产品工艺和性能走在行业前列。公司已与全球主流电视
生态系统深度合作，包括Google Android TV、Amazon Fire TV、Roku TV、RDK TV 、Xumo TV、TIVO TV
的生态合作，进一步扩充了公司产品的业务版图。

T系列代表性芯片产品类型如下：
2K全高清高系列产品：支持4K超高清解码，超高系统集成度；
4K超高清系列产品：支持8K超高清解码、远场语音和杜比音效；
高端系列产品：除采用先进工艺外，还内置高算力神经网络处理器，支持8K视频解码、MEMC运

动补偿、实时动态插帧、远场语音升级版和杜比视界，支持基于神经网络处理器的画质优化技术。
公司的T系列SoC芯片解决方案已广泛应用于小米、海尔、TCL、创维、海信、长虹、联想、Maxhub、

Seewo（希沃）、百思买、沃尔玛、亚马逊、Epson、Sky、星巴克等境内外知名企业及运营商的智能终端产
品。

报告期内，公司T系列产品不断取得重要客户和市场突破，2024年T 系列全年销量同比提升超过
30%，持续扩大市场占有率，当前产品已完成国际主流 TV 生态的全覆盖,为公司 T 系列产品进一步扩
大国际市场份额打下坚实基础。

（3）A系列SoC芯片
随着宽带网络的持续完善、技术水平的不断提升和消费者对智能化产品需求的日益提升，智能终

端设备产品的品类不断增加，应用领域不断扩展。基于在多媒体音视频领域的长期积累和技术优势，
公司致力于叠加NPU、DSP、VPU, ISP, Codec, 结合人脸识别、手势识别、物体识别、近/远场语音识别、
动态图像处理等算法，同时，采用业内领先的芯片制程工艺，根据不同芯片特性，支持不同的操作系
统，形成了多样化应用场景的智能SoC芯片。

公司该系列芯片已广泛应用于众多消费类电子领域，包括但不限于智能家居（智能音箱、条形音
箱、智能门铃、智能影像、家庭设备控制中枢、智能灯具、智能控制开关）、智能办公（智能会议系统、会
议一体机、大屏会议、会议平板、智能门禁与考勤）、智慧教育应用（大屏教育机）、智能健身（跑步机、动
感单车、健身镜）、智能家电（扫地机器人、带屏幕冰箱、洗衣机、烤箱）、智慧农机、智慧商业（刷脸支付、
广告机）、边缘计算终端分析盒（菜鸟仓储、驿站后端分析盒）、智慧娱乐（K歌点播机、直播机、游戏
机）、AR终端、机械臂等。同时，公司还在持续拓展生态用户。

公司此系列芯片采用业内领先的芯片制程工艺，根据不同芯片特性，支持远场语音升级版，内置
神经网络处理器，支持最高5 Tops神经网络处理器，支持最高1600万像素高动态范围影像输入和超高
清编码，支持超低功耗毫秒级拍摄、高分辨率屏显以及丰富的外围接口。

公司通过了Google的EDLA（Enterprise Device Licensing Agreement）生态认证，EDLA是企业级生
态，主要用于大屏商显，包括但不限于大屏幕的商用显示平板、大型的会议一体机、广告机、教育平板
等。

公司该系列芯片的应用场景丰富多元，已广泛应用于众多境内外知名企业的终端产品，包括但不
限于海信、小米、TCL、阿里巴巴、极飞、宇树、Google、Amazon、Sonos、三星、JBL、Harman Kardon、Keep、
Zoom、Fiture、Marshall等。

基于公司系统级平台优势及公司芯片的通用性、可扩展性和过往产品的良好表现，以及新技术的
不断演进，公司将继续携手国内外智能终端厂商，持续拓展端侧应用场景，未来公司芯片的应用领域
还将进一步丰富、扩充。

（4）W系列芯片
公司的 W 系列芯片为自主研发的高速数传 Wi-Fi 蓝牙二合一集成芯片，可应用于高吞吐视频传

输。公司已推出第一代、第二代产品。2025年还将继续推出新产品。
公司第一代Wi-Fi蓝牙芯片于2020年首次量产，之后稳步推进商业化进程，现已大规模销售。该

产品采用 22nm 工艺制程，符合 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 标准，支持 Wi-Fi 5 双频 2.4GHz/5GHz 和
80MHz 高带宽，支持 BT5.0 双模 BR/EDR/BLE、LE 长距，高度集成了自主研发的基带、射频、电源管
理、射频功率放大和低噪放，支持 SDIO 3.0 高速接口。

公司第二代Wi-Fi蓝牙芯片（Wi-Fi 6 2T2R，BT 5.4）在第一代产品基础上进一步技术演进、升级，
于 2023年 8月规模量产并商用。Wi-Fi 6 首款产品上市之后,迅速获得了市场认可，订单快速增长。
2024 年Wi-Fi 6芯片销量超过 150 万颗，并且取得运营商市场的突破。

2024年全年，公司W系列产品销量达到近 1,400 万颗，占公司2024年全年出货量近 10%。W系
列产品自 2020年首次上市以来，累计销量超过 3,000 万颗。随着 W 系列产品的快速迭代，产品矩阵
进一步丰富，系列化产品的上市，其销售速度还将进一步提升。

公司的无线产品系列在持续快速发展丰富，公司的 Wi-Fi AP 芯片已顺利完成流片，将有助于继
续扩展 W 系列产品的应用领域。随着公司新产品持续推出，公司W系列芯片业务版图将进一步扩
大，包括但不限于与公司主控SoC平台适配并配套销售，以及面向公开市场独立销售。

（5）汽车电子芯片
公司的汽车电子芯片目前有车载信息娱乐系统芯片和智能座舱芯片。汽车自动化、智能化、网联

化的趋势带动了汽车电子芯片的市场需求，尤其是对于芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能
力、可靠性等需求提升，为汽车电子芯片市场带来新的发展契机。

得益于长期投入，公司的汽车电子芯片已进入多个国内外知名车企，并成功量产、商用（包括但不
限于宝马、林肯、Jeep 、沃尔沃、极氪、创维等）。该系列芯片采用先进制程工艺，内置高算力神经网络
处理器，支持多系统多屏幕显示，功能覆盖影音娱乐、导航、360全景、个性化体验、人机交互、个人助
理、DMS（Driver Monitor System, 驾驶员监测系统）等，符合车规级要求，部分产品已通过车规认证。

公司的汽车电子芯片已逐步从高价位车型向中低价位车型渗透，搭载公司前装车规级智能座舱
芯片的车型在2023年实现规模量产、商用并出海。

汽车电子对芯片的一致性、可靠性、安全性（功能安全、信息安全）、高低温、抗干扰、故障率、供应
链等要求很高，产业化周期相对较长。汽车电子是公司的长期战略，公司将持续投入研发，充分发挥
公司的系统级平台优势及智能化SoC芯片领域的优势，不断扩充新技术、推出新产品。

2.2 主要经营模式
公司是专业的集成电路设计企业，采用国际集成电路设计行业通行的Fabless模式，即无晶圆厂

生产制造，仅从事集成电路设计研发和销售。在该经营模式下，公司只进行产品的研发、设计和销售，
将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业代工完成。
公司取得芯片成品后，用于对外销售。

2.3 所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“计算机、通信和其

他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处
行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

集成电路产业链主要分为集成电路设计、集成电路制造以及集成电路封装测试三个主要环节，同
时每个环节配套以不同的制造设备和生产原材料等辅助环节。集成电路设计业主要根据终端市场的
需求设计开发各类芯片产品，处于产业链的上游。

集成电路具有产品换代节奏快、技术含量高的特点。集成电路设计行业是应用与产品导向、人才
密集、创新密集、技术密集、知识产权密集型的行业，产品研究开发是该行业的核心驱动，芯片设计企
业要不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化。集成电路设计企业
通过高额的研发投入开发出先进的技术和产品，通过产品的竞争力获得更大的市场份额和更高的利
润率，从而更多地投入研发，依此形成良性循环，推动企业不断发展。

集成电路设计行业高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒。公司主
营业务为系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售，目前主要有多媒体智能终端SoC 芯片、无
线连接芯片及汽车电子芯片，为众多消费类电子领域提供SoC主控芯片和系统级解决方案。公司SoC
芯片集成了中央处理器、图形处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、内存系统、网络接口、

输入输出子系统等多功能模块，用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码及向其他各功能构件
发出指令等主控功能，是智能终端设备的“大脑”。核心技术包括全格式视频解码处理、全格式音频解
码处理、全球数字电视解调、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理、芯
片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超
大规模数模混合集成电路设计技术等。行业的后来者短期内很难突破上述核心技术壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
集成电路产品高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒，行业内的后

来者短期内很难突破核心技术壁垒，只有经过长时间技术探索和不断积累才能与拥有技术优势的企
业相竞争。

公司是较早从事系统级SoC芯片研发、设计和销售的高新技术企业，经过二十多年在芯片设计领
域的研发投入、技术积累和发展，公司拥有了丰富的SoC全流程设计经验，致力于超高清多媒体编解
码和显示处理、内容安全保护、系统 IP等核心软硬件技术开发，自主研发了全格式视频解码处理技术、
全格式音频解码处理技术、全球数字电视解调技术、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高
品质音频信号处理技术、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性
能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等11项关键核心技术。同时，公司推
行研发、生产、销售的国际化战略，产品行销全球。经过几十年发展和积累，公司已成为全球布局、国
内领先的集成电路设计商，为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和智能音视频系统终
端芯片的开拓者，累积了全球稳定优质的客户群。此外公司产品线已延伸到智能影像、无线连接、汽
车电子等领域，并不断为公司创造新的增长点。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）智能机顶盒发展趋势
现代信息与视听技术的快速发展，互联网的成熟应用，网络的高速和低延迟，高清、超高清视频传

输能力的增强，为机顶盒提供了巨大的娱乐及交互体验潜力。此外，近些年来流媒体市场快速增长、
智能家居日益普及、数字化转型以及广告行业变革等，这些因素使机顶盒成为连接数字化娱乐与信息
的桥梁，成为用户家庭娱乐及信息消费的首选及重要载体，为用户提供多样化的内容和应用选择。各
大公司纷纷推出不同类型的机顶盒产品，以满足不同用户的需求。全球各大运营商积极布局机顶盒
市场，为用户提供丰富多样的内容和服务。随着互联网覆盖率的提升和基于互联网的影音内容的丰
富，机顶盒市场将进一步在全球范围内获得更广阔的发展空间。

多因素推动全球智能机顶盒行业的发展：
a）基础网络建设持续投入、互联网渗透率持续提升为智能机顶盒增长提供基础支持：
近年来，全球范围内网络基础设施建设持续推进，宽带网络在全球范围内仍处于多年的扩张和升

级周期，互联网渗透率不断提升。《世界互联网发展报告2024》显示：一年来，世界各国稳步推进信息基
础设施建设，进入扩容升级新阶段；数字技术发展日新月异，进入加速创新的爆发期；全球数字经济迎
来新一轮发展热潮，发展潜力加快释放。国际电信联盟发布报告称，2024 年全球互联网用户增多，但
数字鸿沟仍然存在，约三分之一人口无法上网。2024年全球估计有 55 亿人用互联网，较前一年增加
2.27 亿人，占总人口 68%。无法上网的人口约 26 亿人，占总人口32%。全球宽带网络的普及以及互
联网渗透率的提升为智能机顶盒提供了不断增长的用户基础，进一步扩充了智能机顶盒的用户群。

b）在互联网快速发展的背景下，互联网视频成为全球用户观看内容的主要来源，进而带动了作
为视频应用重要载体的智能机顶盒需求增长：

互联网视频覆盖电影、电视剧、体育赛事、纪录片、动漫、综艺等广泛的内容，支持随时点播，具备
高度的灵活性、便利性和自由性，为用户提供了更加便捷、丰富、个性化的服务体验。全球视频流媒体
市场规模近些年来快速增长。根据贝哲斯咨询的调研，2024年全球视频流市场规模为3647亿美元，
预计到2035年其规模将增至22360亿美元。作为应用载体的智能机顶盒，随着互联网普及率进一步
提升、流媒体内容供给不断丰富，智能机顶盒的需求及行业规模将进一步扩容，其与流媒体相互促进，
驱动用户数及订阅用户持续扩容。

c）硬件迭代加速，以及与新一代智能技术融合，给行业带来广阔的产品更新替代空间：
随着半导体芯片和其他电子元器件技术的不断发展，智能机顶盒的CPU、GPU、NPU等硬件性能

不断提升，同时可集成更多的功能模块，如视觉系统、传感器、音响、Wi-Fi、蓝牙等，硬件的迭代升级将
进一步提升智能机顶盒的娱乐性、融合性和体验感；另一方面，端侧智能化正逐渐成为机顶盒行业的
核心发展方向之一。随着端侧智能技术的不断进步，智能机顶盒不仅能够提供传统的电视观看功能，
还能在本地执行推理任务，利用智能端侧能力，本地完成同声字幕，字幕翻译等功能，提升消费者在跨
语言环境下的用户体验，还能实现游戏体感识别、画质增强、内容搜索、人脸识别、手势识别、体态识别
等功能，让娱乐更加个性化、便捷化。未来，随着智能化技术的不断深入，机顶盒将更加智能化、人性
化，成为家庭智能娱乐的中心，为用户带来更加丰富的娱乐体验。这些因素和变化将进一步驱动智能
机顶盒产品更新替代。

d）全球不同区域智能机顶盒市场发展不均衡，叠加智能机顶盒产品持续迭代出现“智能换机
潮”，智能机顶盒长期处于不断渗透及产品迭代的双轮驱动增长模式。

由于全球互联网视频渗透在不同地区差异较大，其中东南亚、非洲等地区渗透率较低，智能机顶
盒出货目前占比较低，未来增长空间较大；北美、欧洲等地区虽然渗透率较高，但随着4K/8K超高清视
频内容不断丰富，产品持续迭代、娱乐生态不断完善，将推动智能机顶盒产品持续处于“智能换机潮”。

综上，受益于基础网络建设持续投入、互联网渗透率不断提升、网络通信技术进一步发展、互联网
视频内容愈加丰富、流行，以及智能机顶盒产品迭代更新推动换机潮持续推进，未来全球智能机顶盒
市场将长期保持增长势头。

（2）智能电视发展趋势
智能电视一直是家庭的中枢，从过去的电视节目、DVD机播放设备，到后来的游戏显示屏，电视的

定位不断变化，但它在家庭中的地位和重要性始终难以被取代。电视作为家庭娱乐的重要工具，其市
场需求越来越多样化和个性化，除了基本的观看视频节目外，用户还希望通过智能电视获得更多的功
能和体验，比如游戏、健身、教育、社交、虚拟现实等。与此同时，在画质、声效、交互、内容等方面，用户
也有更高的期待。例如，在画质方面，用户对于清晰度和色彩，不仅追求高清、超高清、4K、8K等分辨
率，还追求HDR、Dolby Vision、Mini LED等技术的应用；在声效方面，用户对于音质不仅追求环绕立体
声效果，还追求Dolby Atmos、DTS:X等技术的应用，以提升声音的空间感和沉浸感，获得更丰富的声音
层次；在交互方面，用户不仅追求遥控器、触摸屏等方式，还追求语音、手势、面部识别等方式，以提升
操作的便捷性和智能性；在内容方面，用户不仅追求丰富、多样、高质量的视频内容，还追求游戏、教

育、健身、社交、虚拟现实互动等体验，以增加观看的乐趣和参与感。

基于更高用户体验的创新是行业迭代的基石，也是推动行业更新换代的驱动力，据群智咨询预

测，2025年全球电视市场技术产品趋势呈现“显著大尺寸化”、“Mini LED中高端普及化”、“高刷电视规

格升级化”、“AI化”和“应用场景细分化”五大发展趋势。

a) 新一代智能技术应用：过去一年，各大电视机品牌厂商相继展示了其新一代智能技术在电视中

的应用，不仅明显提升用户使用感受，更是从单一画质优化延伸至全链路智能化体验。AI画质（智能

分析片源内容，对画面进行插帧，将低分辨率内容提升至高画质水平。电视可以“聪明”地感知用户观

看环境，自动调整画面的亮度和色温，并能智能调整画面角度和声音方向）、AI音效（智能感知周围环

境的声学特性，实时调整音频输出，让用户在任何环境下都能获得清晰、均衡且沉浸式的音效体验）、

AI交互（电视更懂人的需求，用户通过一个简单甚至模糊的语言指令，电视便能主动实现后续一系列

操作，人机交互更加顺畅）、AI互联（电视成为全屋智能中枢，在理解用户需求的基础上，控制、协调其

他家居智能设备，让消费者过上真正的智慧生活）、AI创作（如壁画电视的画报创作）。近几年来，电视

一直占据着智能化的风口，语音控制、内容交互等智能化应用已伴随电视多年，且电视场景化快速生

长，激发出教育、健身、游戏、音乐等使用场景。当下，在大模型与生成式AI引发的全新AI浪潮之下，

内容与服务都在被重构。然而，我们现在看到的只是AI技术在电视上落地的刚开始，当前行业正处

于AI技术深度重构智能电视的初期，未来这个品类在新技术加持下还会爆发出更大的能力。在新一

代智能技术的赋能下，电视的功能和中枢作用还会更加凸显。智能交互能力的深度进化、家庭智能生

态的集成中枢、超高清与沉浸式体验的技术融合、个性化服务与场景化应用的扩展、开放生态与第三

方服务的整合，都是可以预见的智能电视演进方向。

b) 大屏化：在CES 2025展会上，“百寸巨幕”成为各家争夺的焦点，主流品牌积极布局超大市场，

头部品牌竞相争夺100“+巨幕市场。据群智咨询数据显示，受超大尺寸电视拉动，2024年全球电视平

均尺寸 52.4“，增长了 1.1英寸，中国市场电视出货平均尺寸更是达到了 63.5“，增长了 4.2英寸，预计

2025年中国电视市场出货平均尺寸将突破65英寸。群智咨询预测，2025年全球80“+超大尺寸电视市

场出货量将突破900万台，同比增长27.4%，预计未来3年复合增长率高达10.5%。

c) 高刷电视规格升级化：继“大屏”和“超高清”之后，“高刷”已经成为电视行业追逐的第三个关键

词，并逐渐成为高端电视的标配。市场上 144Hz刷新率的LCD电视亦是层出不穷，165Hz电视成为

2025年部分旗舰产品中的配置，带动高刷电视规格从120Hz→144Hz→165Hz演变。群智咨询统计数

据显示，高刷电视的市场份额逐年增长，2024年全球出货量达到了 2520万台，预计 2025年有望突破

3000万台，迎来加速增长。

d) Mini LED中高端普及化：Mini LED背光电视通过精准的控光效果及出色的亮度表现，赢得越

多消费者的青睐。群智咨询统计数据显示，2024年在中国品牌Mini LED 背光电视出货量翻倍增长，

达到了620万台，预计2025年出货量将达860万台，同比增长40%，预计未来3年复合增长率达17.9%，

维持高增长态势。

e) 应用场景细分化：在当前家居美学追求的潮流下，艺术电视在传统家用电视的基础上通过设计

的融合实现应用场景创新，以其新颖的外观和独特的功能，满足了消费者对高品质生活和个性化审美

的需求。

这些新趋势和变化反映了电视行业从硬件技术到软件智能服务到可持续发展等全方位的创新与

进步，随着科技进步的加速和消费者对高品质娱乐体验的持续需求，相信电视行业将迎来更多的机遇

和发展空间。

据市场调研机构Omdia最新发布的报告，2024年全球电视市场出货量达到2.08亿台。

另据 Strategy Analytics 2021年的调查报告指出，截至 2020年底全球有超过 6.65亿家庭拥有智能

电视，相当于全球家庭中拥有智能电视的家庭比例约34%。预估到2026年，将有11亿个家庭拥有智

能电视，全球普及率将提升至51%。虽然全球智能电视的发展非常迅速，但家庭占比并不高，这一潜

在提升空间将继续推进智能电视行业的发展。

（3）智能家居发展趋势

随着科技的快速发展和应用，智能家居已陆续走进人们的生活，每年我们都能看到新的智能设备

和技术在市场上崭露头角，如语音识别、智能家庭助手、增强现实家庭体验等，这些技术使得我们的家
庭生活更加智能、便捷。然而，智能家居远不止于单品设备的智能化，随着技术、网络的进一步升级，
智能家居将向更加智能化、生态化、场景化、可持续发展等方向发展：

·智能化：我们正迈入以新一代智能技术为驱动的智能化时代，人们对数智化的要求不再局限于
工商业场景，而是向生活空间智能化延伸。随着新技术与家居行业深入融合，家居设备的感知、交互
和处理能力将得到进一步提升。与以往指令式的被动服务不同，家居设备借助新技术获取环境、视
觉、听觉、行为等感知能力，深度学习用户的习惯和偏好，分析判断，为用户提供更精准的主动服务，由
传统的指令式交互向主动理解式交互推进。家居设备对用户个体需求和生活习惯深入理解，行业从
单纯的设备智能化向着更深层次的人性化、个性化和情感化方向发展，为用户提供更贴心、更细致、更
人性化的服务。此外，在老龄化社会趋势下，老龄化科技应用场景、家居空间适老化改造、智慧健康监
护模式等一系列智慧化解决方案的需求将随之增长，这也将为智能家居开辟新的市场蓝海。

·物联化、生态化：物联网作为信息社会的一个重要组成部分，通过将传感器、设备、机器，以及人
类等各种“事物”或“物品”连接到互联网，使得数据的交换和通信成为可能。而智能家居作为最贴近
人类生活的领域，则是物联网最直观的应用场景。智能产品与其他服务提供商“跨界”互联，智能家居
设备和生态系统协同工作，为消费者带来全方位、多场景的创新体验。TechInsights于2024年3月发布
报告称，联网智能家居设备的数量在过去5年中增加了两倍，预计在未来5年将再翻一番。其中，智能
家居设备是增长最快的类别，到2028年，其在整个设备领域的份额将从8%增加到24%。未来的智能
家居将会走向更加统一的生态，相信随着单品朝着多场景自主联动的体验升级，智能家居市场会被进
一步打开。

·可持续发展：随着全球气候变化和环境问题的日益严峻，人们对环境保护的关注日益增强，节
能环保、可持续发展已成为家居行业的重要关键词。消费者对于节能环保的需求不断增长，基于智能
环境感知与用户习惯学习的智能家居产品需求也促使企业不断创新和改进产品。

据Statista发布的预测，全球智能家居市场规模预计将从2022年的1,261亿美元增长到2026年的
2078亿美元。

据 IDC 发布的预测，2027 年全球智能家居设备出货量最大的产品类型为视频娱乐，占比达
26.5%。

（4）无线连接芯片发展趋势
万物互联时代，应用场景的不断扩展带动数据量及传输量的高速增长，为无线连接技术提供了广

阔的发展机会。在过去的20年间，Wi-Fi已逐渐成为人们最常用的无线连接技术，它是全球应用最广
的局域网连接通信协议，从常见的桌面终端、移动终端、家具电器到汽车，Wi-Fi已为数十亿的设备提
供接入互联网的服务。Wi-Fi过去依托2.4GHz和5GHz两个频段，承载着不断增长的网络需求，后续
随着超高吞吐量和低延迟应用程序日益增多，智能家居、智慧城市、工业互联网等物联网市场的发展，
Wi-Fi技术还将继续朝着更快速度、更低延迟、更高数据传输质量等方向演进，Wi-Fi将成为支撑智慧
城市和智慧家庭发展的重要技术。

根据贝哲斯咨询发布的数据显示，2024年全球Wi-Fi6市场规模达200亿美元，2024-2032年期间
以10%的复合年增长率增长。

（5）汽车电子发展趋势
随着汽车智能化技术的深入发展，汽车已逐渐从交通工具演变为人们的“第三生活空间”，智能汽

车系统由最初的收音机、蓝牙电话发展到集音频、视频、导航、ADAS驾驶辅助、人机交互等多功能模块
于一体的综合性平台，智能座舱技术不断迭代创新。液晶仪表、中控大屏、多屏逐渐成为智能汽车主
流配置，交互方式转向语音控制、手势操作等更加简洁、智能、高效的交互方式。智能座舱搭载了智能
化、网联化的车载设备和服务，实现人、车、路、云全方位智能交互，实现对驾驶员和乘客的便捷性、舒
适性、安全性、娱乐性等方面的提升和优化，让用户享受更加丰富、便捷、舒适的用车体验。

根据相关数据，预计2025年全球智能座舱行业的市场规模达到708亿美元，2022-2025年复合增
长率约为10.4%。

在国内市场，随着新车安装智能座舱数量增长，智能座舱市场规模不断增长。根据数据显示，
2022年我国智能座舱行业市场规模约 739亿元人民币，预计 2025年市场规模将突破 1000亿元人民
币，5年复合增长率预计约12.7%。

车载显示屏作为智能座舱的重要载体，是人车交互的主要界面，是用户感知汽车智能化最直接的
触点。随着汽车电子技术的进步，车载显示屏需求不断增长，并进一步朝着高清化、大屏化、多屏化、
互动性和多样化方向发展。据公开数据显示，2020年全球汽车显示屏出货量约为 1.27亿片，预计
2030年将增长至2.38亿片。

SoC芯片作为智能座舱最底层、最重要的硬件之一，是汽车产业智能化的根基。伴随不断升级的
技术和不断增长的市场需求，汽车电子芯片将会持续发展和创新。

3、公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

总资产
归 属 于 上 市 公
司 股 东 的 净 资

产
营业收入

归 属 于 上 市 公
司 股 东 的 净 利

润
归 属 于 上 市 公
司 股 东 的 扣 除
非 经 常 性 损 益

的净利润
经 营 活 动 产 生
的 现 金 流 量 净

额
加 权 平 均 净 资
产收益率（%）

基 本 每 股 收 益
（元／股）

稀 释 每 股 收 益
（元／股）

研 发 投 入 占 营
业 收 入 的 比 例

（%）

2024年

7,366,029,855.70
6,394,225,388.49
5,926,315,347.03
821,921,406.70

746,277,838.95

1,041,859,007.79

13.87
1.97
1.96

22.83

2023年

6,356,060,784.25
5,450,425,117.79
5,370,943,247.13
498,036,099.27

384,747,931.22

948,320,609.51

9.41
1.20
1.19

23.88

本年比上年
增减(%)
15.89
17.32
10.34
65.03

93.97

9.86
增加 4.46个百分

点

64.17
64.71

减少 1.05个百分
点

2022年

5,865,076,189.46
4,893,618,116.66
5,544,914,423.74
726,660,355.61

667,836,083.40

531,361,882.28

16.65
1.77
1.75

21.38

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币

营业收入
归属于上市公司股东的

净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的

净利润
经营活动产生的现金流

量净额

第一季度
（1-3月份）

1,378,372,649.52
127,546,238.12

117,775,850.93

297,491,433.44

第二季度
（4-6月份）

1,637,836,048.85
234,602,327.22

222,064,542.81

324,896,388.12

第三季度
（7-9月份）

1,623,879,081.74
231,645,189.53

213,807,742.46

123,690,924.60

第四季度
（10-12月份）
1,286,227,566.92
228,127,651.83

192,629,702.75

295,780,261.63
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

名股东情况
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）

年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称
（全称）

Amlogic （Hong Kong）
Limited

TCL王牌电器（惠州）有
限公司

招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
50 成份交易型开放式

指数证券投资基金
招商银行股份有限公
司－兴全合润混合型

证券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－易方达上证
科创板 50 成份交易型
开放式指数证券投资

基金
香港中央结算有限公

司
华域汽车系统（上海）

有限公司
招商银行股份有限公
司－兴全合宜灵活配
置混合型证券投资基

金（LOF）
中信证券股份有限公
司－嘉实上证科创板
芯片交易型开放式指

数证券投资基金
中国光大银行股份有
限公司－兴全商业模
式优选混合型证券投

资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

报告期内增减

-12,479,096
0

753,620

3,659,033

4,745,507

2,521,094
0

495,633

4,330,050

1,953,944

期末持股数量

108,871,744
20,555,950

19,317,726

19,034,101

14,017,442

13,959,422
11,350,124

9,316,098

7,214,287

5,958,441

比例(%)

26.00
4.91

4.61

4.55

3.35

3.33
2.71

2.22

1.72

1.42

公司控股股东 Amlogic（Hong Kong）Limited 与其他股
东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之

间是否存在关联关系或一致行动关系。
无

22,883
22,167

0
0
0
0

持 有 有
限 售 条
件 股 份

数量

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

质押、标记或冻结
情况

股份
状态

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

数量

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

股东
性质

境外法人

境 内 非 国
有法人

其他

其他

其他

其他

国有法人

其他

其他

其他

存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入 592,631.53万元,实现归属于母公司所有者的净利润 82,192.14万

元。截至 2024年 12月 31日，公司总资产为 736,602.99万元，归属于母公司所有者的净资产为 639,
422.54万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终
止上市情形的原因。

□适用 √不适用


